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Verjlahren zum Verarberten von elekbrischen Bauelementen, insbesondere von 
Halbleiterchips, sowie Vorrichtung zum Durchfuhren des Verfahrens 



Die Erflndung beiieht sich auf ein Verfehren gemSfi OberbegrifF Patentanspmch 1 
sowIe auf eine Vorrichtung gemaB Oberbegriff Patentanspmch 22. : 

Belcannt ist die Herstellung von Halblelterchlps im Mehifachnutzen.auf einem 
Halbleiterwafer, der dann fOr die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips auf einem 
Trager, d. h. auf einier in einem Tragrahmen eingespannten Tragfolle (Blue-Foil) wieder 
I6sbar befesHgt wird, und rwar derait, dafi sich die elektrischen AnschlUsse bzw. 
Kontaktfiacheh der Chips an der Tragfolie abgewandten Selte des Wafers befinden. 
AnschlleBend wird der Wafer in die einzelnen Halbleiterchips zertrennt, wobel die 
Chips weiterhin an der Tragfolle haften. 

FQr viele Anwendungen, beispielswelse fUr Technologien, bei denen die Kontakte der 
Halbleiterchips nicht durch Drahtbonden, sonderh unmittelbar mit auBeren Kontakten 
beispielswelse eines Substrats oder eines weiteren Halbleiterchips kontakttert werden 
sollen, ist es notwendig, daS die Halbleiterchips gewendet, d. h. mit ihren 
Kontaktfiachen voraus auf dem jewel llgen Substrat biw. auf dorttgen Kontaktfllichen 
abgelegt werden. Nach der bisherigen Technik mtissen die Chips hierfOr jeweils 
einzein mit einen ersten Pick-Up-Element an elner Seite erfaBt und von der Tragerfolle 
abgenommen, dann zum Wenden an ainer g^enUberliegenden Selte mlteinem 
zweiten Pick-Up-Element gefaSt und von dem ersten Pick-Up-Element abgenommen 
sowie schliefilich mit dem zweiten Pick-Up-Element gewendet abgelegt weiden. Dies 
ist umstSndlich und zeitraubend. 

Aufgabe der Erflndung ist es, ein Verfahren aufzuzeigen, mit dem es mftgllch ist, 
jeweils eine Gruppe bestehend aus einer Vielzahl von elektrischen Bauelementen oder 
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Halblelterchlps gemeinsam zu yerarbeiten und dabel vorzugswejse im Mehrfachnutzen 
erneut z.B. auf elnem TrSger (zweiten Tiager) abzulegen, 

Zur L55ung dleser Aufgabe 1st ein Verfahren.entsprechend dem Patentanspruch 1 
ausgebildet EIne Vorrichtung zum DurchfOhren des Veifahrens fst entsprechend dem 
Patentanspruch 22 ausgefOhrt. 

Das Verarbelten der Baueiemente und vorzugsweise auch das Ablegen der 
Bauelemente erfolgen belsplelsweise im Mehrfachnutzen. Erfolgt durch das 
Verarbelten ein Wenden, so kfinneh die Bauelemente von der Ablage in ihrer bereits 
gewendeten Form mit einfachien MItteIn, belsplelsweise mit herkammlichen Dle- 
Bondern oder ahnlichen EInrFchtungen welterverarbeltet werden. 

^Bearbelten'' bedeutet im Sinne der ErRndung im einfachsten Fall das Transportieren 
der Bauelemente. ^Bearbeiten'' bedeutet im Sinhe der.Erfindung rnsbesondere auch ein 
Wenden der Bauelemente und/oder ein Ablegen der Bauelemente Im Mehrfachnutzen^ 
d.h.. als Gruppe von mehreren Bauelementen auf einer Abfage oder ^inem TrSger* 

^Ablage oder TrSger* bedeutet Im SInne der Erfindung allgemein jede beliebige 
Ablage, die zum Ablage und/oder Auflegen von Bauelementen geelgnet Ist, 
insbesondere auch eine TrSLgeifolIe; ein Gurt, ein Transporteur, ein Tableau zur 
Aufnahme von mehreren Bauelementen usw, . ' 

^Wenden im Mehrfachnutzen'^ bedeutet Im Sinne der Erfindung, dafi eIne Gruppe^ von 
wenigstens zwei Bauelementen oder Chips, belsplelsweise ein ganzer, bereits In 
einzelne Chips zertrennter,^ aber noch auf elnem Tragermaterial oder einer Tragfolie 
(Blue-Foil) zusamrnengehaltener Halbleiterwafer gewendet wird und die einzelnen 
Bauelemente dann wieder als gesamte Gruppe oder als Tell der Gruppe oder aber 
einzetn abgelegt werden. 
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Weiterbil<;lungen der Etfindung sind Cegenstand der UnteransprUche. Die ErFIndung 
wird inn Folgenden anhand der Figuren an AusfUhrungsbeispielen beschrieben. Es 
zelgen: 

* 

Fig. 1 eine vereinfachte Prinzfp-Daf^tellung zur Eriauterung einer AusfOhrungsform der 
Erfindung; 

Fig, 2 In schematischer Oarstellung einen Schnitt durch efn Transfer-Element zur 

Verwendung bei der ErBndung; 
Fig. 3 in Einzeldarstellung eineTrenn- oder Obeiigabestation; 
Fig. 4 in vereinfachter Darsteilung Und In Seitenansicht ein Bauelement bzw. Chip; 
Fig, 5 In Teildarstellung und im Schnitt ein elpktrisches Bauetemient mlt einem auf 

einem Substrat cder einer Lelterplatte angeordneten Chip; 
Fig, 6 - 8 die Trenn- und Obergabestation einer weiteiBn magllchen Ausftihrungsform 
der Erfindung in verschledenen ArbeitszustSndien und in einer der Figur 3 
. entsprechenden.Ansicht; 
Ffg. 9 eine schematische Oarstellung der Trenn- und Obergabestation der Figuren 6-7 
!n einer Ansicht senkrecht zurTransportrichtung des die Bauelemente bzw. 
Chips an diese Station fdrdemden transporteurs bzw. Transportbandes, 
zusammen mit einem anschlle&enden weiteren Transporteur; 
Fig. 1 0 eine Draufsicht auf eine Tell lange des weiteren Transporteurs; 
Fig. 1 1 in perspektivischer Darsteilung den Transporteur der Figuren 9 und 10, 

zusammen mit einem weiteren Transporteiement; 
Fig. 12 in vereinfachter Darsteilung eine Draufslcht auf das Transpqrtband mit den dort 
angeordneten Bauelementen vor der Trenn- und Obergabeeinheit der 
Figuren 6-8 bei einer weiteren mfigllchen AusfOhrungsform; 
Fig. 13 und 14 In Draufslcht sowie in Seitenansicht eine weitere mdgliche 

AusfOhrungsform des Transferelementes zum Abtrennen des die Bauelemente 
tragenden Tragfollenteils und zum Aufbringen dieses Tragfolienteils rhit den 
Bauelementen auf das Transportband des Transporteurs. 
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Das In der Figur 1 dargesteilte Verfohren bzw. die doit dargestellfe Vorrichtung dienen 
. dazu, die jewetis vori einem Haibleiterwafer 1 gebildeCen, berelts getrennten und auf 
einer Tragfolie 3 (Blue-Foil) in einem Tragrahmen 4 geiialtenen Halbleiterchips 2 im 
Mehrfachniitzen zu wenden und in.gewendeter Form fOr eine weitere Verarbeitung der 
Halbleiterchips 2 wieder auf eine in einem Tragrahmen 4a gehaltene Tragfolie 3a 
(Blue-Foil) abzujegen, und zwar unter Beibehaltung Ihrer durch den Wafer 
vorgegebenen Ordnung. 

Wahrend die Halbleiterchips 2 ursprQnglich auf der Tragfolie 3 so angeordnet sind, 
da6 die KontalctHMchen 2' der Halbleiteirihips 2 sich an der der Tragfolie 3 
abgewandten Oberseite des jeweiligen Chips 2 befinden, sind die Halbleiterchips 2 am 
Ende des in der Figur 1 dargesteilten Verfahrens, Welches auch als Flip<:hip-Prozess 
bezeichnet werden kann, auf der Tragfolie 3a so angeordnet daB sie mit ihrer die 
Kontalctflachen 2' aufwelsenden Seite gagen die Tragfolie 3a aniiegen. In dieser 
Anordnung lc5nnen die Chips 2 dann besonders einfach weiterverarbeitet werden, 
beispi^lsweise unter Verwendung einer Pick-Und-Place-Einheit z.B. beim BestOcken 
einer Leiterplatte oder eines weiteren Halbleiterchips (Chip-on-Chip-Technol.ogie); in 
einen Die-Bonder usw., und zwar dadurch, daS die Halbleiterchips 2 mit Ihren 
KontaktflMchen T auf Leiterbahnen der Leiterplatte^ des weiteren Halbleiterchips usw. 
aufgesetzt und so unmittelbar werden. Die Tragerfolien 3 und 3a sInd von einer 
seibstklebende Folie (Blue-Foil) gebildet^ wie sie in der Halbleiteriiertigung verwendet 
wird, . 

Zur DurchfUhrung des Flip^Chip-Prozesses werden die Jewells ah einem Teil V der 
Tragfolie 3 haftenden und bereits in die einzelnen Halb]eit^n::hips 2 zertrennten Wafer 
1 an einer Auigabestation 5 auf einen Transporteur 6 bzw« dessen Band 7 aufgesetzt, 
und zwar derart, daS der mit dem Wafer 1 ausgeschnittene Teil 3' der Tragfolie 3 mit 
seiner dem Wafer 1 abgewandten Unterseite auf der Oberseite des Transportbandes 7 
aufllegt Das Transportband 7 ist von einer an Ihrer Oberseite selbstldebend 
ausgebildeten .und nur einmal verwendbaren bandfSrmigen Transportfolie gebildet, die 
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Ober einen nicht dargestellten Antrieb befspielsweise getaktet von einem Vorrat 8 fn 
Transpprtrichturig A des Transporteurs 6 abgezogen wird. 

An der Aufgabestation 5 stehen die mit den Wafem 1 versehenen TrSger (Tragfolre 3 
und Tragrahmen 4) als Stapel 9 bereit Weiterhin ist an der Aufgabestation 5 ein Pick- 
up- und Trennelement 1 0 vorgesehen, welches a. einen Saugkopf 10' aufweist, der 
an seiner Unterselte eine zu dieser Unterseite hin offene und ansonsten geschlossene 
Ausnehmung 11 bildet. Zum Aufnehmen eines Wafers 1 wlrd der Saugkopf 10' mIt 
seiner Unterseite voraus von oben her gegen die mlt eInem Wafer 1 versehene 
Tragfolle 3 des im Stapel 9 obersten Tragrahmens 4 heranbewegt (Abnahrneposltlon 
1 2), so dafi der Saugkopf 10' bzw. dessen Offnung 1 1 den Wafer 1 volistandig 
aufnlmrrit und die Tragfolie 3 mlt elnem»den Wafer 1 umschlleBenden Randbereich 
gegen einen die Offnung der Ausnehmung 1 1 umschlie6enden Rand 1 3 der 
Saugkopfunterseite anilegt. Anschliegend werelen die Ausnehmung 1 1 und/oder eine 
ringfSmrtige, die Ausnehmung 1 1 umschlieBende Nut 14 am Rand 13 mit efnem 
Untendruck beaufschlagt, so daS die Tragfolie 3 mlt Ihrem den Wafer 1 
umschlie&enden Randbereich gegen den Rand 13 des Saugkopfes 10' angesaugt Ist. 
Die Tragfolle 3 wird dann mft dem zugehttrlgen Tragrahmen 4 und dem Wafer 1 von 
dem Stapel 9 abgenommen und an eine Schneldpositlon 12a bewegt, an der mittels 
eines Schneldwerkzeuges IS der an dem Saugkopf 10' gehaltene Teil 3' der Tragfolle 3 
von dem Qberden Sau^opf 10' radial wegstehenden Rest 3" dieser Tragfolie 3 und 
damit auch von dem Tragrahmen 4 abgetrennt wird, so daB nur noch der Teil 3' mit 
dem Wafer 1 am Saugkopf 10' gehalten ist. Die Tragrahmen 4 mlt den Tragfolienresten 
3" werden entsprechend dem Pfell B von der Schneldpositiqn .12a weggefflrdert und * 
einer erneuten Verwendung zugefdhrL 

Der den Wafer 1 tragende TragfoHenteii 3' wird dann mlt dem Saugkopf 1 0' an der 
Obergabeposition der Station 5 auf die Oberseite des dort In einer horizpntalen Ebene 
angeordneten Abschnitte 6' des Transporteurs 6 oder des Transportbandes 7 aulgesetzt 
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Das Transportband 7 bzw. die dieses Transportband bildencie Transportfolie ist Uber 
einen Wendeberelch 1 6 gefilhrt^ der inn einfiachsten Fall von einer urn eine horizontale 
Achse senkrecht zur Transportrichtung A drehende Umlenkrolle oder.WaIze oder einer 
bogenfSrmigen FQhrung gebildet Ist und an dem ein Wenden des Transportbandes 7 in 
der Welse ^rfolgt^ daB auf dem in Transportrichtung A auf die Wendeeinrichtung 16 
fblgenden Abschnitt 6'' des Transporteiirs 6 die Tragfolienteije 3' mit den Wafem 1 an 
der Unterselte des Transportbandes 7 hangend gehalten sind. 

Bel der darg^teliten AusfDhrungsform beflndet sich die l^ge 6" des Transporteurs 6 
wlederum in einer liorizontalen Ebene, allerdlngs unterhalb der Unge 6'. Unterhalb 
der Lange 6'' und parallel zu dieser ist die obere L^nge 1 7' eines endlosen 
Transportbandes 1 7 angeordnet Das Transportband 1 7 ist Bestandteil eines zweiten 
Transporteurs und endlos umlaufend und syrichron mit dern Transportband 7 derart 
angetrleben; dafi jeweiis ein an der Unterselte der LSnge 6'' li^ngend gehaltener Wafer 
1 mit einer auf der oberen Lange 1 7' bzw. in einer dortigen Aufnaihme 18 mit ihrem 
Tragrahmen 4a angeordneten Tragfolie 3a zusammengefuhrt wird. 

Die Tragnaiimen 4a mit ihren Tragfolien 3a werden jeweiis an einer Aufgabestation 
mittels eines Pick-Und-Place;-Elementes von einem Stapel 20 abgenommen und in 
jeweiis eine AufnaPime 1 8 des Transportbandes 1 7 eingesetzt. 

In Transportriclitung A vor der Wendeeinrichtung 16 und nach der Wendeeinrichtung 
.16 ist jeweiis eine Rolle 21 bzw. 22 vorgeseheh, Mit der Rolle 21 werden die Wafer 1 
und die Tragfollenteile 3' gegen das Transportband 7 angedrUckt. MIt.der Rolle 22 
eifolgt ein AndrUcken der Wafer 1 bzw. der Halbleiterchips 2 mit Ihrer dem 
Tragfolienteil 3' abgewandten Seite gegen die jeweiligiB Tragfolie 3a. 

An einer in Transportrichtung A des Transportbandes 7 auf die Rolle 22 folgenderi 
Trenn- und Obergabestation 23 erfolgt schliefilich das Abtrennen der Wafer 1 bzw. der 
Halbleiterchips 2 von deri Tragfollentellen 3' in der Welse, daB die Halbleiterchips 2 
auf der jewel ligen Tragfolie 3a verbleiben. DieTrenn- und Ubergabestation 23 weist 

AX»UJDOG 
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hierfUr ein Umlenlcelement 24 auf, an d^en senkrecht zur Transportrichtung A und 
parallel zur Ebene des Transpoitbandes 7 verlaufenden Umlenkkante 25 die 
Transportfolle urn nahezu 180^ Umgelenkt wird^ so da& sich hlerbel die Chips 2 unter 
Belbehaltung ihrer Ordnung Im Wafer 1 von dem jewelligen Tragfollenteii 3' abldsen. 
Die Halbleiterchips 2 sind dann aufder jewelligen Tragfplie 3a Itisbar gehalten, und 
zwar weiterhin unter Belbehaltung ihrer ursprQnglichen Ordnung im Wafer 1« Das 
Transportband 7 bzw. die Transportfolle Wird zusammen nrilt den an dieser - 
Transportfolie haftenden Tragfolrenteilen 3' nach der Umlenkkante 25 fQrdas 
Entsorgen zu einer Rolls 26 aufgewickelt. 

Um das AblOsen der Halbleiterchips 2 von den Tragfollenteilen 3' an der Umlenkkante 
25 zu unterstutzen, ist dqrt eine von mehreren messerschneidenartigen VorsprQngen 
27 geblldete kanrimertige Struktur vorgesehen. Die VorsprOnge 27 dienen als 
NiederhalterfQr die Halbieiteix:hips 2 und verhlndem, dafi sich die Halbleiterchips 2 
an der Umlenkkante 25 von der jewelligen Tragfolfe 3a abheben. Die VorsprUnge 27 
stehen hierfQr. in Transportrichtung C des Transportbandes 17 Uber die Umlenkkante 
25 vor und sind derart ausgebildet' und angeordnet, daB sich zwischen der parallel 
oder im wesentllchen parallel zur Lange 1 7' des Transportbandes 1 7 erstreckenden 
Unterseite der VorsprOnge 27 und der Oberselte dieses Transportbandes 1 7 bzw. der 
Oberseite der jeweiiigen Tragfolie 3a ein FUhrungsspalt fUr jeden Haibleiterchip 2 . 
ergtbl;, dessen Hdhe gleich oder in etwa glelch der Dicke des Wafers 1 isL 

Damit die VorsprUnge 27 Uber die Umlenkkante 25 in Transpx^rtrichtung vorstehen 
kannen und dennoch das Transportband 7 unmlttelbar Gber die Umlenkkante 25 
^ gefDhrt ist, sind die VorsprUnge 27 als Mess^r ausgebildet und durchtrennen das 

Transportband 7 vor dem Aufwlckeln auf die Rolle 26 in eine Vielzahl von Strelfen, 

An einer Abnahmeposition 28 werden die In Ihren Tragrahmen 4a gehaltenen und mit 
den Wafem 1 in gewendeter Form versehenen Tragfolien 3a von dem Transportband 
1 7 abgenommen und fUr die weitere Verarbeitung gestapelt (Stapel 29). 
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Die Figur4 zelgt in sehr vereinfachter Darstellung und im Schnltt die Montage ernes 
gewendeten Halbleiterchips 2 auf einem Substrat 30, welches platterv oder 
plStttchenartlg aus einem isolierenden Material gefertigt ist und zumind^ an seiner in 
der FIgur 5 oben liegenden Oberfiadienselte mit Kontaktfiachen und Leiterbahnen 
versehen ist, beispletswelse in porm elner strukturierten Metallisierang, Das Substrat 30 
besteht belspielsweise aus Kunststoff oder aus Keramik. Die Leiterbahnen 31 sind nrtit 
auBeren AnschlOssen 32 verbunden. Der jeweilige Halbleiterchip 2 wird nach dem 
vorstehend beichriebenen Wenden bzw. Flip- Chlp-Prozess an einer entsprechenden . 
Arbeilsstation mittels eines nicht dai^esteilten PIck-Und-Place-Elementes dem 
gewendeten und auf einer in efnem Tragrahnien 4a gehaltenen Tragfolie 3a abgelegten 
Wafer 1 entnommen und auf das Substrat 30 derart abgelegt, daU die Chipkontakte 2' 
mit den zugehSrigen Kontaktfiachen 31 In BerOhrung stehen. Durch Anwendungyon 
Hlt2:e erfolgt dann ein Bonden, d,h. 2.B. ein Verloten der AnschlQsse 2' mit den 
Kontaktfiachen 31 . Hierfiir sind die Kontakte 2' und/oder die Kontaktfiachen 3 1 mit 
einem entsprechenden Lot versehen. Durch eine isolierende Masse 33 wlrd der 
. Halbleiterchip 2 zusatzlich auf dem Substrat 30 mechanlsch verahkert, und zwar 
beispielsweise vor dem Bbnden oder Vedoten der Anschlusse 2' mit den . 
Kontaktfiachen oder Leiterbahnen 31 , Der Vorteil besteht u.a. dariri, daU ein 
aufwendijges Draht-Bonden zum Verbinden der Kontaktfiachen 2' mit au&eren 
AnschlOssen 32 nicht notwendig isL ^ 

Das PIck-Und-Place-Element zum Aufsetzen des jeweiligen Halbleiterchips 2 In 
gewendeter Form ist beispielsweise Bestandteil eines Die-Bonders, mit dem die 
Halbleiterchips 2 auf die in einem Leadframe vormontierten Substrate 30 aufgesetzt 
|) _ und anschlieKend mit den Leiterbahnen 31 dieser Substrate verbunden werden^ wobei 

die auSeren AnschlOsse 32 dann von Stegen des Leadfrarhes gebildet sind. 

Die beschrieberie Technik kann selbstverstandltch auch dazu verwendet werden, urn 
auf einem Substrat 30, z. B. wiederum in einem Leadframe, mehrere Halbleiterchips 2 
vorzusehen, um so einen komplexeren, integrierten Schaltkreis herzustellen, 
Selbstverstandllch kann die beschriebene Technik auch dazu verwendet werderi, um 
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die Halbleiterchips 2 auf einem Substrat zu montieren^ welches seinei^eits von einem 
Haiblelterchip bzw. von eIneiTi Integrierten Schaltkreis gebildet 1st {Chip-on»<!:hlp- 
Technologie). 

Die Ffguren 8-10 ze^gen eine weitere magllche Ausfuhrungsform der Erfindungl 
Dargestellt ist in diesen FIguren wiederum der Transporteur 6 rhlt selnem der Trenn- 
und Obergabeeinheit bzw; Station 23a vorausgehenden Abschnitt 6'. Auch bei dieser 
AusfOhrungsform ist der Transporteur 6 Im wesentlichen von der selbstklebenden 
Transportfolie. bzw. von dem selbstklebenden Transportbarid 7 gebildet, auf welchem 
In vorgegebenen AbstSinden die TragfoHenreste 3' mit den an diesen haftenden 
Halbleiterchips 2 an die Trenn- und Obergabeeinheit 23 transportiert werden, und 
zwar in Transportrichtung A- Die Trehn- und Obergabeeinlielt 23 umfaBt wiederum 
das Umlenkelement 24 mit der Umlenkkante 25 Qber die das Transportband 7 mit den 
. Tragfolienteilen 3' zum Abldsen der Chips 2 gefQhrt ist, wobel allerdings bei der 
AusfOhrungsfbrm der Figuren 6 - 10 die Rolie 26 zum Aufwickein des nicht mehr 
benotigteri Transportbandes 7 sich unterhalb der Transport^ene des Abschnittes 6" 
des Transporteurs 6 'beflndet. DieTragfolienteile 3' mit den Chips 2 sind auf dem 
Transportband 7 so angeordnet, dafi sich die Chips an der .dem Umlenkelement 24 
abgewandten Seite des Transportbandes 7 bzw. des Tragfoltenteils 3' befinden, und 
zwar enteprechend ihrer Anordnung auf dem IHalbleiterwafer 1 In elner Vielzahi von 
Relhen, die senkrecht zur Transportrichtung A und bei der Darstellung der Figuren 6 - 
8 auch senkrecht zur Zeichenebene dieser Figuren sidi erstrecken und vbn denen jede 
mehrere Chips 2 aufwelst Welterhin ist die Anordnung so getroffen^ daft die Chips in 
den einzelnen Reihen deckungsgleich angeordnet sind, d.h. jeder Chip einer Reihe R 
In eIner Linie parallel zur Transportrichtung A mrt einem Chip 2 einer benachbarten 
RelheRliegt. 

Bestandtell der Trenn- und Obergabeeinheit 23a ist welterhin ein Ablageelement 34, 
welches an die Umlenkkante 25 in F5rderrichtung A anschiiefiend eine Ablage 35 
bildet^ und zwar mit einer Ablageflache^ die parallel oder etwa parallel zur 
Transportebene TE liegt, die das Transportband 7 im Bereich des Umlenkelementes 24 
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bzw» der Umlenkkante 25 aufw^ist, und zwar auf dem Niveau dieser Transpoitebene 
Oder geringfUgig unterhaib des Miveaus. Die Ablage bzw. die von dieser Ablage 
gebiidete FlSche ist so gewahit, daS auf der Ablage 35 eine vorgegebene Anzahl von 
Chip-Relhen R Plate findet, d.ii. bei derdargesteilten AusfUhrungsform zwei Reilien R. 
Die Ablage 35 bzw. die von dieser Ablage gebildete Flache ist mit Valcuumoffnungen 
36 versetien, die mit efneiin Valcuumkanal 37 verbunden sind. Letzterer ist Ui^er ein 
nicht dargesteiltes Ventil zuiti Steuern des Vakuums an den Offnungen 36 mit einer 
ebenfalls nicht dargestaliten Vakuum- oder Unterdruckquelle verbunden. Durch einen 
nicht dargesteliten Antrieb ist das Abiageeiement 34 weiterhin in einer Achsrichtung 
parallel zur Transportrichtung A am eInen vorgegebenen Horizontalhub (Doppelpfeii 
D) aus einer Ausgangssteilung, in der die Ablage 35 nahezu iQckenlos an das 
Umlenkelement 24 im Bereich der Umlenkkante 25 anschliefit, in eIne weltere 
Stellung bewegbar, in der ein etwas grofierer Abstand zwisdien der Ablage 35 und der 
Umlenkkante 25 besteht. 

Bei der dargesteliten AusfUhrungsform ist das Abiageeiement 34 von einer 
rechteckfarmigen Platte gebildet, die mit ihren Oberflachenseiten parallel zur 
Transportebene TE liegt und mit einer langeren Umfiaingsseite parallel zur Umlenkkante 
25, d.h. parallel zu einer in der Transportebene T liegendan und senkreciit zur 
Transportrichtung A verlaufenden Achse angeordneL Die Ablage 35 Ist von einer 
Ausnehmung an der Oberseite dqs Ablageelementes 34 gebildet, die (Ausnehmung) zu 
dieser Oberseite sowie zu der der Umienkkante 25 zugewandten L^ngsseite des 
Ablageelementes 34 hin offen ist. . 

• Bestandteil der Trenn- und Obergabeeinheit 23a Ist wisiterhln ein plattenfSrmiger 
Schieber 38, der entsprechend dem Doppelpfeii E in einer Achsrichtung parallel zur 
Transportrichtung A zwischen einer Ausgangsstellung und einer Entstellung bewegbar 
ist, wobei der Schieber 38 in seiner Ausgangsstellung^ die in der Figur 6 dargestellt ist, 
das Umlenkelement 24 bzw. die jeweilige an die Umlenkkante 25 mit dem 
Transportband 7 gefdrderte Chipanordnung an der Oberseite dieser Chips 2 Uber eine 
Anzahl von Chipreihen R abdeckt, die wenigstens glelch der Anzahl der von der 
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Ablage 35 aufgenommenen Chlprefhen R ist, und gleichzeitig auch die Ablage 35 
abdeckt. Der Schreber 38 blldet mtt sef ner Unterserte sbmit eine FQhrung fQr die 
Chipreihen R. Beim Abtrennen von den Tragfolrenteilen 3' und bel der Obeigabe an 
die Ablage 35. In der Entstellung, die in den Figuren 7 und 8 dargestellt ist, ist der 
Schieber 38 sbweit zurQckgeschoben, daiS er auch die Ablage 35 freigibt 

Bestandteil der Trenn- und Obergabeelnhelt 23a ist weiterhln eine Pick-Up-Elnheit 39, 
die zwei leistenartige Pick-Up-Elemente 40 oder Vakuumhaiter 40 aufweist, mit denen 
Jewells In einem Arbeitsgang die belden auf der Ablage 35 bereltstehenden Chipreihen 
R, die dort den Abstdnd x aufWeisen, abgenommen und dann die Chips 2 dieser 
Reihein auf einen weiteren Transporteur41 abgesetztwerden, auf dem die Chips durch 
Hafren, vorzupweise unter Verwendung eines Vakuums gehalten sind und Qber den 
die Chips 2 einer weiteren Verwendung zugefQhrt werden. Wie FigUren 9 und 10 
zeigen, sind die Chipreihen R jeweils in Transportrichtung F dieses Transpoiteurs 41, 
der von einem endlos umlaufenden Transportband gebildet ist, hintereinander 
angeordnet, und zwar jewells zwei Chipreihen R querzur Transportrichtung F 
voneinander beabstandet m\r dem grOKeren Abstand X und parallel zueinander. 

Bei der dargestellten AusfUhrungsform 11^ die Transportebene TE 41 des . 
Transporteurs 41 parallel zur Transportebene TE 6 des Transpprteurs 6. Die 
Transpdrtrichtungen A und F verlaufen senkrecht zueinander. . 

Die Arbeitsweise der Trenn- und Obergabeelnhelt 23 laSt sidi, wie folgt beschreiben; 
Bel in die Ausgangsstellung befindlichem Schieber 38 werden durch Bewegen des 
Transportbandes 7 Qber die Umlenkkante 25 die beiden In Transportrichtung A 
vorderen Chipreihen R von dem jeweiligen Tragfolienteil 3' getrennt und durch den 
Schieber 38 gefQhrt auf die Ablage 35 geschoben. pas Ablageelement 34 befindet sich 
hierbei in seiner Ausgangsstellung. Im AnschluK daran wird der Schieber 38 aus seiner 
wirksamen Stellung in seine nicht wirksame Stellung zurQckbewegt und gleichzeitig 
auch das Aniageelement 34 urn den Hub D von der Umlenkkante 35 wegbewegt, so 
daft der Abstand zwischen den auf der Ablage 35 abgelegten zwei Chipreihen R und 
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' der in Transportrichtung A vorderen^ noch auf dem Tragfolienteil 3' im Bereich der 
Umlenklcante 25 vorhandenen Chlpreihe R etwas vergrdSert. DIeser Zustand 1st In der. 
Figur 7 dargestellt AnschlieBend wird die Pick-Up-Einheit 39 an die Abiage 35 derart 
heranbewegt, daB durch die Vakuumhalter 40 jeweils eine Chlpreihe R erfaBt wird. 
Unter Abschalten des Vakuums an den Vakuumdffnungen 36 warden die Chipreihen 
dann mit dem sich nach oben bewegenden Vakuumhaltem 40 mitgenonrinnen, wie dies 
In der Figur 8 dargestellt ist. Nach dem Abheben oder aber noch wShrend des 
Abhebens werden die beiden Vakuumhalter 40 senkrecht zu ihrer Langserstreckung 
auselnanderbewegt, so daB der klelnere Achsabstand x, den die Chipreihen R auf dem 
Transportband 7 entsprechend der Anordnung der Chips ijni Halbleiterwafer 1 
aufwelsen, auf den grSBeren Achsabstand X vergrSSert (hierzu Figur 6). In diesenri 
Zustand werden die Chipreihen (R) dann mit dem Vakuumhaltem 40 auf dem 
Transporteur 41 abgesetzL Der grflBere Abstand X entsprlcht dann belspielsweise dem 
MaschlnenabstandeineranschlieSenden Vorrlchtung, . 

Wie in der Figiir 6 angedeutet 1st, kann berelts wMhrend des Auseinanderbewegehs der 
Vakuumhalter 40. bzw. wahrend des Sprelzens der an diesen Vakuumhaltem 
gehaltenen Chipreihen R bei in die Arbeftsstellung zuruckbewegtem Schieber 38 das 
Aufschreben zweier weiterer Chipreihen R auf die Abiage 35 erfolgen, die dann 
ebehfalls bereits ihre Ausgangsstellung zurQckbewegt 1st 

Es versteht sich, daB fur die beschriebenen Vorgange die Bewegungen des 
Transportbandes 7, des Ablageelementes 34, des Schiebers 38, der Pick-Up-Einheit 39 
und der Vakuumhalter 40 relativ zuelnander sowie atich die Bewegung des 
Transporteurs 41 entsprechend synchronisiert sind, 

Zusatzlich 2U den Vakuumhaltem 40, die mit Ihrer Langserstreckung parallel zur 
Transportebene TE 6 und senkrecht zur Transportrichtung A angeordnet sind, bliden an 
fhrer Unterselte einer Anlageflache 41 fur die Chips 2 der Chipreihen R. An der 
AnlageflSche 41 sind In Langsrichtung der Vakuumhalter 40 gegeneinander versetzt 
Vakuumoffnungen 42 vorgesehen- 
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Bestandteil der Pfck-Up-EInheit 39 ist welterhih ein In den Figuren nicht darBestellter 
Piclc-Up-Kopf, ah dem die Vakuumhalter 40 In einer Achsrichtung senkrecht zu ihrer 
Langserstredcung und parallel zur Transportebene TE 6 relatfv zueinander bewegbar 
sSnd, und zwar aus emer Ausgangssteljung, In der die Vakuumhalter 40 Im 
wesentlichen unmlttelbar aneinander anschlieSen und In der der Achsabstand jeder 
Vakuumoffnung 42 eines Vakuumhalters 40 mit der benachbarten Vakuumoffnung 42 
des anderen Vakuumhalters 40 den Achsabstand x aufweis^ In eine gesprelzte 
Stellung, in der benachbarte VakuumdfTnungen 42 der Vakuumhalter 40 den grSReren 
Achsabstand X vonelnander aufwelsen. Die Vakuumhalter 40 sind an einem Kopf 43 
der Pick-Up-Einhelt 39 vorgesehen, an dem eIn Antrleb fOr das Spreizen der 
Vakuumhalter 40 vorgesehen Ist und der selnerseits mrt einem Antrleb fOr die 
gesteuerte Bewegung der PIck^Up-Einheit 39 bzw. der Vakuumhalter 40 verbunden ist 

Die FIgur 1 1 zelgt nochmals in perspektivlscher Darstellung den von einen 
umlaufenden Transportband gebildeten Transporteur 44^ auf dem die beiden Reihen R 
der Bauelemente 2 gebfldet sind, die.beispielswelse bei dieser AusfQhrung wiederum 
Halbleltercbips oder aber derartige Halbleiterchlps aufweisende 
Halblelterbauelemente sind. An dem in Transportrlchtung F ruckwartigen Ende des 
Transporteurs 44 werden jeweils mittels elner Wende- oder Obergabeeinheit 45 jeder 
Reihe R efn Bauelement 2 entnommen und schlieBlich die beiden Bauelemente 2 an 
einen sich in Richtung des Pfeiles G bewegenden Transporteur 46 bzw. an dortlge ' 
Vakuumhalter 47 iibergeben, und zwar jeweils ein Bauelement 2 an einen der In 
Transportrichtung G aufeinander folgenden Vakuumhalter 47. Diese sind an einem 
bandartlgen Transpoitelement 48 vorgesehen, von dem ledlgllch eine verkOrzte Lange 
wiedergegeben ist, das aber eine In sIch geschlossene, endlo? umlaufende Schlaufe 
bildet. Sowohl der Transpdrtteur 44, als auch die Wendeeinheit 45, als auch der 
Transporteur 46 werden jeweils synchron getaktet bewegt. 

Die Wendeeinheit 45 besltzt einen um eine horizontale Achse parallel zur 
Transportrichtung G umlaufende Trommel 49 (Pfell H>^ an deren Umfang um jeweils 
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90*^ urn die Trommelachse 50 verset2± Vakuumhalter 51 vorgesehen sind, und zwar 
jeweils paarwefse in Richtung der Trommelachse 50 gegenelnander ver^etzt. Die 
Vakuumhalter 51 und auch die Vakuumhalter 47 sind so gesteuer^ daS In Jedem 
Arbeitstakt mit zwei Vakuumhaltem 51 zwel Bauelemente 2 von dem Transporteur 44 
abgenommen und glelchzeltlg zwei an den Vakuumhaltem 50 gehaltene Bauelemente 
2 an zwel Vakuumhalter 47 Qbergeben werden. Jewells nach zwei Drehschritten 
gelangen dfe beiden von dem Transporteur 44 abgenommenen Baueleniente 2 mit den 
zugehdrlgen Vakuumhaltem 51 an den Transporteur 46 zur Obergabe an die dortigen 
Vakuumhalter 47. Die Trbmmelachse 50 Hegt senkrecht zur Transporirichtung F, 

Die Figur 12 zefgt nochmals die Unteransicht des Transportbandes 7 Im Abschnitt 6'' 
des Transporteurs 6, und zwar in Transportrichtung C kurz vor der Trenn- und 
Obergabeeinheit 23a, in der jeweils dfe Bauelemente bzw. Halbleiterchfps 2 in Relhen 
von dehi Tragfolienrest 3' abgenommen (abgesch&lt) und mit Hilfe der Pick-Up-Einheit 
39 wegbewegt, beispieiswelse auf dem Transporteur 44 aufgesetzt werden. WShrend 
bei der in den Figuren 6 - 10 der beschriebenen AusfUhrung die Bauelemente bzvv, 
Halbleiterchips 2 in einer der Form des Halbleiterwafers 1 entsprechenden Anordnung 
auf dem Tragfolienrest 3' angeordnet sind, d^h; In eIner Anordnung, in der die 
senkrecht zur Transportrichtung C verlaufenden Reihen R elne unterschiedliche Lange 
aufweisen, zeigt die Figur 12 eine Ausfuhrungsform, bei der die Bauelemente bzw, 
Halbleiterchips 2 In einer rechteckformlgen Anordnung 57 auf dem Tragfolienrest 3' 
und damit auf dem Transportband 7 vorgesehen sind/ und zwar wlederum in Reihen, 
die .in Transportrichtung C aufeinander fblgen und sich senkrecht zu dieser 
Transportrichtung erstrecken ^owie jeweils gleiche Lange aufweisen. Auch der ; 
tragfolienrest 3^ weist einen* Im wesentlichen rechteckfdrmigen Zuschnitt auf, 

Der Vortell dieser Ausfuhrung besteht darin, daB in Jedem Arbeitstakt der der Pick-Up- 
Elnhelt 39 entsprechenden PIck-Up-Einheit Reihen glelcher L3nge Qbertragen werden. 
Die Figuren 13 und 14 zeigen In verelnfachter DarsteNung ein von der Funktion her 
den Trenn- und TransfereJement 10 antsprechendes Trenn- und Transferelement 53. 
Dieses besteht wiederum im wesentlichen aus einem Saugkopf 53' mit einer an der. 
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Unterseite dieses Saugkopfes offenen Offhung 54 und einem diese Offnung 
umgebenden und mit einer Dichtung versehenen Rand 55. Die dffnung 54 ist 
gesteuert mft Unterdrudc beaufschlagbar. Am Umfeng des dort rechteckf6rmlg mit 
abgerundeten Ecken ausgebildeten Saugkopfes ist ein umlaufendes, eine geschlossene 
Schlaufe bUdendes 56 vorgesehen, welches Uber Rollen 57 gefllhrt ist, die jewells an 
den abgerundeten Ecken des Saugkopfes 53' vorgesehen sind. Wenigstens eIne Rolle 
. 57 ist durch einen Antriek? 58 angetrieben, so dalS sich das Band 56 in Richtung des 
heWes I bewegt An der unteren LSngsseite des Bandes- 56 Ist eine Schnelde 59 
gebildet^ die Uber die von dem Rand 55 definierte Ebene der Unterseite des 
Saugkopfes 53' vorsteht. 

Zum Abnehmen deir jSauelemente 2 von der In dem Tragrahmen 4 gehaltenen Tragfolie 
l^^^ 3 wird der Saugkopf 53' auf die Oberseite der Tragfolie 3 derart abgesenkt, daS der die 
Baudemente 2 aufweisende Teil der Tragfolie 3 in der Offnung 54 aufgenommen ist, 
deren TIefe gleich oder geringfUgIg grftBer ist als die H5he der Bauelemente oder 
Halblelterchips 2. Bereits beim Absenken des Saugkopfes 53' auf die Tragfolie 3 wrrd 
diese von derSchneide 59 durchstochen. AnschlieSend wird die Offnung 54 mit 
einem Unteidruck beaufschlagt, so daS die Tragfolie 3 mit den dortlgen Bauelementen 
Oder Haibleiterclnips durch Vakuum an dem Saugkopf 53/ gehalten ist Die 
Bauelemente stUtzen sich dabei mit ihrer der Tragfolie 3 abgewandten Oberseite gegen 
. den Boden der Offnung 54 ab. Durch Aktivieren des Antriebs 58 erfolgt ein voiler 
Umlauf des Bandes 5.6 mit der Schnelde 59, die dann die Tragfolie 3 an einer Im 
wesentlichen rechteckfttrmlgen, der Anordnung der Bauelemente 2 entsprechenden 
und diese Anordnung umschlieBenden Trennllnie durchtrennt, womit das im 
wesentlichen rechteckf5rmige Tragfolientell 3' eitialten wird und auf das 
Transportband 7 aufgesetzt wrerden kann. 

Die Erffndung wurde voranstehend an Ausfuhruhgsbeispielen beschrleben. Es versteht 
sich^ daB zahireiche Anderungen sowie Abwandlungen moglich sind, ohne daR 
dadurch der der Erfindung zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlassen wird: 



tum 05.06.02 16:33 FAXG3 Nr: 527207 von NVS:FAXG3.I0.020170941795106 (Seite 17 von 40) 





17 



Be^ugszeichenliste 

1 . Halbleiterwafer 

2 Halbleiterchip 

3, 3a TragfoUe (Blue-FoH) 

Tragfolienteil Oder -rest 

4,4a Tragrahmen 

5 • Aufgabestation 

6 Transporteur 

6" Abschnitt des Transporteurs 6 

7 Transportband oderTransportfolie 

8 Vorratsrollefilr das Transportband 6 

9 Stapel aus Tragrahmen 4 mit Tragfolle 3 

10 Trenn- und Transferelement 
10' Saugkopf 

11 Ausnehmung 

12 Aufnahmeposition 
12a Schneidposftion 
12b Ablegepositlon 

13 Saugkopfrand 

14 Vakuumnut 

15 Schneldwerkzeug 

16 . ^ Wendeelnrlchtung 

1 7 Transportband oder Transporteur 
1 7' Transportbandidnge 

1 8 Aufnahme 

19 Aufgabeposltion 

20 Stapel aus Tragrahmen 4a und Tragfolle 3a 
21,22 AndrQckwaIze 

23^ 23a* Trenn- und Obergabeeinheit 
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24 Umlenkelemerit 

25 Umlenkkante 

26 Rode 

27 VorsprUng 

28 Abnahmeposttion 

29 Stapel aus Tragrahmen 4a mit Tragfolle 3a und gewendeten 
Wafern 1 bzw, Halbleiterchips 2 . . 

30 Substrat 

31 Leiterbahn oder Kontakt 

32 SuRerer AnschluR 

33 IsoHer- und Fixiermasse 

34 Ablegeelement 

35 Ablage. 

35 VakuumcifFnung 

37 Vakuumkanal 

38 Hilfsftjhrung Oder Schleber 

39 Pick-Up-Einheit 

40 Mehrfachvakuumhalter 

41 Anlagefiache • - 

42 VakuumSffnung 

43 • - Kopf der Pick-Up-Einheit 

44 Transporteur 

45 Wende- und Obertragungseinheit 

46 Transporteur 

47 . Vakuumhalter 

48 Transporteleinent 

49 Trommel 

50 Trommelachse 

51 Vakuumhalter 

52 Bauelementeanordnung 
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PatentansprOche 

1. Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen BauelementeO;, Insbesondere 
Halbleiterchips (2), die (Bauelemente) jeweils als Gruppe aus wenigstens zwel 
Bauelementen (2) mit einer ersten Seite auf einem ersten Tragermaterial (3) eines , 
ersten Tragers (4) losbar gehalten sind; dadurch gekenhzelchnet/ 

daS das erste Tragermaterial (3) In emem von den Baueleinenten (2) nicht 
emgenommenen Randbereich vom ersten Trager (4) abgetrennt wird, 
daS der die Bauelemente (2) aufweisende Tell (3') des ersten Tragermaterials (3) auf 
einen ersten Transporteur (6) aufgesetzt wird, und 

da6 die Bauelemente (2) dann von dem ersten Tragermaterial (30 zum Aufbrlngen 
auf eine Ablage (3a, 4a, 44) abgenommen oder abgezogen werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Bauelemente (2) 
dann im Mehrfachnutzen von dem ersten Tragermaterial (3') zum Aufbringen auf 

. eine Ablage (3a, 4a, 44) abgezogen werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzelchnet, dafi der die 
Bauelemente (2) aufweisende Teil (30jdes ersten Tragermaterials (3) mlt eiherden 
Bauelementen abgewandten Seite auf den ersten Transporteur (6) aufigesetzt wird. 

4« Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprClche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der erste Trager ein das erste TrMgerm'ateriat (3) aufweisender erster Tragrahmen 
(4) 1st, 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der zweite TiSger eln In efnem zwelten Tragrahmen (4a) gehaltertes zweltes 
Tragermaterial (3a) Ist» 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekenn^eichnet, 
daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf dem zwelten Trager (3a, 4a) ieweils 
einzein erfolgt* 

7. Verfahren nach elnem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzelchnet, 
daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf dem zwelten TrMger (3a, 4a) jeweils Im 
Mehrfachnutzen, d. h, als Gruppe oder Teilgruppe erfolgt. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzelchnet, 
daS die Gruppe von Bauelementen von einem Halbleiterwafer (1) geblldet 1st, der In 
eine Vielzahl von auf dem ersten Tragemnaterla! (3) angeordneten Halbleiterchlps 
(2) zertrenrit ist . 

.9. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Wenden auf einem den ersten Transporteur (6) bildenden Transportband (7) 
erfolgt, auf welchem die Bauelemente (2) Qber einen Wendebogen (1 6) von einer 
Aufigabepositlon (5). an eine Trenn- und Ubergabeposltron (23) bewegt werden. 

1 0.Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzelchnet, daB das den ersten 
Transporteur (6) bildende Transporlhand (7) von eIner selbstklebenden 
Transportfolie gebildet ist. 

a 1 .Verfahren nach einem der vorhei^ehenden AnsprOche, dadurch. gekennzeichnet, 
daB das Trennen der Bauelemente (2) an der Trenri- oder Ubergabeposltion (23) 
dadurch erfolgt, daS das den ereten Transporteur (6) bridende Transportband (7) 
zusammen mit den Tellen (30 des ersten TrSgermaterlals (3) von den am zwelten 
Trager (3a, 4a) mit rhrer zwelten Seite gehaltenen Bauelementen (2) abgezogen 
..wird. , . 

12.Verfihren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daS das Abzlehen durch 
Umlenken des den ersten Transporteur (6) bildenden Transportbandes (7) an eIner 
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quer oder senkrecht zu einer Transportrichtung (A) des ersten Transporteurs (6) * 
verlaiufenden Umlenkkante (25) erfolgt. 

13. Verfahren nach elnem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daB die zwelten TrSger (3a, 4a) auf eineni zwelten Transporteur (1 7) an der Trenn- 
und ObergabeposIHon (23) bereitgestellt werden> und zwar vorzugsweise jeweils 
zur Obergab^ jeweils einer Gruppe von Bauelerhenten (2) an einen elgenen zweiten 
Trager (3a, 4a)* • 

14. Verfahren nach einem dar vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzelchnet, 
daB die zweiten TrMger mlt den Teilen des ersten Tragermaterlals (3) bzw. mit 
den auf diesen angeordneten Gruppen von Bauelementen (2) vor Erreichen der 
Trenn- und Ubergabestatlon (23) derart zusammengefOhrt werden, daS die 
Bauelemente (2) mlt ihrer zweiten Seite berefts gegen eInen der zweiten Trfiger (3a, 
4a) aniiegen, wenn die Trenn- und Ubergabestation (23) en-eicht ist. 

15. Verfahren nach emerri der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
dais bei Verwendung von ersten TrSgern in Form efnes Tragrahmens (4) und einer In 
diesem Tragrahmen gehaitenen TrSgerfolIe (3) die Tragerfolie in einem die 
Baueleniente (2) umgebenderl Bereich durch eine Trenneinrfchtung (15) vom 
Tragrahmen (4) getrennt und der die Bauelemente (2) aufweisende Teil (30 der 
Tragfolie (3) auf den ersten Transporteur (6) aufgesetzt wind. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekehnzeichnet^ 
daft die Bauelemente (2) an der Trenn- oder Obergabeposition (23a) Jeweils als - 
wenigsteris eine Bauelementereihe (R) an eine Ablage (35) Ubei^eben werden, von 
der die Bauelemente (2) mlt Hilfe einer Pick-Up-Einhelt (39) abgenommen werden. 

1 6. Verfahren nach Anspruch 1 5, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens zwei ' 
Bauelementereihen (R) in einem Arbeit^schritt an derTrenn- und Obergabeposition 
(23a) an die Ablage (35) Obergeben werden. 
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17.Verfahren nach Anspruch 15 oder 16^ dadurch gelcennzelchnet, dafi jeweils 
mehrere Bauelemente (2), vorzugswelse Scimtliche Bauelemente wenigstens einer 
Bauelementereihe (R) oder aber Bauelemente (2) einer Cruppe von mehreren 
Bauelementen gleichzeitig mit der Ptck-Up-Einheit (39) von der Ablage (35) 
abgenommen werden. 

IS.Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzelchnet^ 
daB an der Ablage (35) Bauelemente (2) wenlgstens zweier Bauelementereihen (R) 
gleichzeitig mit der Pick-Up-Einheit (39) abgenommen, und daft vor dem Ablegen 
der Bauelemente der Abstand der an der Pick-Up-Einheit geblldeten Relhen 
vergr6Bert wird. 

• . ' • *i 

1 9. VerlBhren nach einem der vorhe^gehenden Ahsprilche, dadurch gekennzeichnet, 
da& die Bauelemente (2) auf dem ersten Transporteur (6) in Transportrichtung (F) 
dieses Transporteurs jeweils die glerche Lange auiweisen. 

20. VerFahreh nach einem der vorhergehenden AnsprUche^ dadurch gekennzeichnet^ 
daS die vom ersten Transporteuer (6) abgenommenen Bauelemente Uber wenlgstens 
einen zweiten Transporteur (44) und/oder eine Wende-Einheit (45) an Aufnahmen 
(47) eines dritten Transporteurs (46) ubergeben werden. 

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
. daE aus der die Bauelemente (2) tragenden Tragfolie (3) efn die Baueiernente 

aufwelsenderfragfblienrest (30 ausgeschnitten wird, wofaei der Tragfol fen rest (30 
einen krelsf5rmigen oder rechteckformigen oder quadratischen kuschnitt aufweist 

22. Vorr]chtung zum Venarbeiten von elektrischen Bauelementen (2), insbesondere 
Halblelterchlps, die (Bauelemente) jeweils als Gruppe aus wenlgstens zwel 
Bauelementen (2) mit einer ersten Seite auf einem ersten Tragermaterial (3) eines 
ersten TrSgers (4) losbar gehalten sind, gekennzeichnet 

durch Mittei (10, 53) zum Abtrennen eines eIne Gruppe von Bauelementen (2) 
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tragenden Tells (3') des ereten Tragermatenals (3) und zum Aufeetzen dieses Tells 
(30 airf eine TransportflSche eines ersten Transporteurs (6) an einer Aufgabestatlon 
(5), 

wobei der eiste Transporteur (6) bzw. dessen Transportflache zwischen der 
Aufgabestatlon (5) und einer Trenn- oder Obergabestation (23) bewegbar ist, sowie 
durch Mittel an der Trenn- oder Oberaabestatlon (23, 23a) zum Abnehmen oder 
/^rennen der Bauetemente (2) von dem die Bauelementen (2) tragenden Tell (30 
des eisten TrSgennaterlals (3) fQr das Ablegen der Bauelemente (2) auf eine Ablage 
(3a, 4a, 44). 

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daS die Trenn- oder 

- ObeiBabestatton (23) so ausgebildet 1st, daft das Ablegen der Bauelemente (2) auf . 
dem zwelten Trager (3a, 4a) jeweils einzein erfolgt. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzefchnet, daB die Trenn- o<;ler 
Obergabestation (23) so ausgebildet ist, da& das Abiegen der Bauelemente (2) auf 
dem zweiten TrSger (3a, 4a) Jewells im Mehrfachnutzen/d, h. als Gmppe oder 
Teilgruppe erfolgt. 

25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daS der erste Transporteur ein Transportband (7) aufweist 

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB das Transportband (7) 

an einer die Transportflache bildenden Seite selbstklebend ausgefUhit fst,. 

I 

vorzugsweise von efner selbstkl'ebenden Folie gebildet 1st. 

27. Vorrichtung nach einem der vorhergehendeh AnsprQdie, gekennzeichnet durch 
einen zweiten Transporteur (1 7) zum* ZufQhren der zwelten Trager {3a^ 4a) an die 
Trenn- und Obergabestation (23). 
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28. Vonrlchtung nach einan der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gdcennzafchnet, 
dafi bei Ausbildung des ersten Transporteurs (6) In Form eines selbstkleberiden 
Transportbandes (7) an der Trenn- Oder Obergabestatlon (23) zum AblGseh der 
Bauelanente (2) vori dem Transportbahd (7) bzw. von dem jeweillgen Rest (SO des . 
ereten Tragemnaterials (3) Mittel zum Umlenkeh des Transportbandes (7) um 
wenigstens 90" oder mehr vorgesehen sind. 

29. Vorric:htung nach Anspruch 28, dadurch gekennzelchnet, da& die Mittel zum 
Umlenken von einer Umlenkkante (25) gebildet sind. . 

30. Vprrichtung nach Anspruch 29 dadurch gekennzeichnet, da& an der Umlenkkante 
(25) Uber diese wegstehende und als Niederhalter fUr die Bauelemente (2) dienende 
VorsprQnge (27) vorgesehen sind. 

31*Vorrtchtung nach eiiiem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet^ 
daB an d(e Trenn- und Obergabeposition (23a) anschlieBend eine Ablage (35) fUr 
wenigstens eine Bauelementreihe (R) vorgesehen fst, und daB ein Pfdc-Up-Element 
(39) zum Abnehmen der Bauelemente (2) vorzugsweise zum Abnehmen der 
gesamten Baiuelementereihe (R) oder zum glelchzeitlgen Abnehmen einer mehrere 
Bauelemente (2) aufweisehden Bauelementegruppe vorgesehen ist 

32, Vorrichtung nach Anspruch 31, dadurch gekennzelchnet, daB die Pick-Up-Efnheit 
von wenigstens zwei Haltem (40) gebiidet ist, und dafi die Halter (40) ^ur 
Vei^rdBerung des Abstandes (x, X) relativ zuetnander bewegbar sind. 

33. Vorrldhtung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daB jeder Halter (40) 
Aufhahmen oder Anlageflacheh (41) fUr mehrere Bauelemente (2) blldet. 

'34.Vorrichtung nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, daB die Halter 
Vakuumhaiter (40) sind. 
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35. Vorrlchtung hach einem der vorhergehenden Ansprtiche^ dadurch gekennzelchnet, 
daB die Mittel zum Abtrennen eines eihe Gruppe von Baueiementen (2) tragenden 
Terls (3') des ersten Tragemnaterfals und zum Aufsetzen dieses Tells (^') auf die 
Transportfiache des ersten Transporteurs (6) von einem Saugkopf (10', 530 mit einer 
Schneid- oder Trennelnhelt (1 5, 56, 59) gebildet ist 

36. Vbrrichtung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daB die Schneid- oder 
Trenneinheit.ein umlaufend angetrlebenes Band (56) mit wenigstens einer Schneide 
(59) isL 

37*Vonrichtung nach Anspruch 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet, daS das Band 
(56) Uber mehrere Rpllen (57) am Saugkopf (530 zur Bildung einer im wesentlichen 
rechteckfOmiigen oder quadratischen Schlaufe gefUhrt ist 
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